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Foreword

The text of document 91/292/FDIS, future edition 1 of IEC 61188-5-1, prepared by IEC TC 91,
tropics assembly technology, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved
by LFC as EN 61188-5-1 on 2002-10-01.

The foII@g dates were fixed:

— lates -0 by which the EN has to be implemented
at natio @' evel by publication of an identical
national Cﬂfrd or by endorsement (dop) 2003-07-01

with the EN have e withdrawn (dow)  2005-10-01

— latest date b%he national standards conflicting

Annexes designated "informdtive" are given for information only.
In this standard, annex ZA is tive and annexes A and B are informative.
Annex ZA has been added by E»EI!EC.

()

; Enﬁrsement notice

The text of the International Standard IEC 6 -1:2002 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
L .

Annexes designated “non@/f" are part of the body of the standard.
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Annex ZA
(normative)

)\ Normative references to international publications
6 . with their corresponding European publications

This Emeopean Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publication se normative references are cited at the appropriate places in the text and the
publicationwged hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any
of these publi @ )ns apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or
revision. For uUfidated references the latest edition of the publication referred to applies (including

amendments). :

NOTE  When an internatio publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant
EN/HD applies.

Publication Year®f' le EN/HD Year
IEC 60097 Y )@ystems for printed circuits EN 60097 1993 ?
*
IEC 60194 Y Prin oard design, manufacture and - -
assembly - Terms and definitions
IEC 61188-1-1 - Printed t@is and printed board EN 61188-1-1 1997 ?
assemblie® - Design and use
Part 1-1: G requirements -
Flatness con tions for electronic
assemblies
IEC 61191-1 - Printed board assenﬁues EN 61191-1 1998 ?

Part 1: Generic specifi¢ation -
Requirements for sold electrical
and electronic assemb ing surface
mount and related asse

technologies

IEC 61191-2 - Part 2: Sectional specificatio@ EN 61191-2 1998 ?

Requirements for surface mounl@ :

soldered assemblies

IEC 61192-1 -3 Soldered electronic assemblies - -
Part 1: Workmanship requirements — /‘
General Q/

IEC 61192-2 -3 Part 2: Workmanship requirements — : @ -

Surface mounted assemblies

IEC 61760-1 - Surface mounting technology EN 6;76 1998 ?
Part 1: Standard method for the
specification of surface mounting }
components (SMDs)

IEC 62326 Series Printed boards EN 62326 @feries

R Undated reference.
2 Valid edition at date of issue.

% To be published.
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Nu otation des publications Publication numbering

Depuj 1er janvier 1997, les publications de la CEI As from 1 January 1997 all IEC publications are
sont"nupréretées a partir de 60000. Ainsi, la CEl 34-1 issued with a designation in the 60000 series. For
devie 1 60034-1. example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Editions c&lidées
Les versions ¢ r@ées de certaines publications de la

CEl incorporant
exemple, les numénds

endements sont disponibles. Par
édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent

respectivement la pUbligétion de base, la publication de
base incorporant I'amen ent 1, et la publication de

base incorporant les a

?nts 1et?2.
Informations supplé @ires

sur les publications de

Le contenu technique des publi Wde la CEI est

constamment revu par la CEl afin qu'ih tefléte I'état

actuel de la technique. Des renseignx s relatifs a

cette publication, y compris sa vaIid@ont dispo-
ions

nibles dans le Catalogue des publicat

de la CEI

(voir ci-dessous) en plus des nouvell itions,
amendements et corrigenda. Des informati sur les

sujets a I'étude et 'avancement des travaux entrgpris
par le comité d’études qui a élaboré cette pu ,
ainsi que la

également disponibles par I'intermédiaire de:

n
liste des publications parues, %

Site web de la CEl (www.iec.ch)

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorporating amendments 1
and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology. Information
relating to this publication, including its validity, is
available in the IEC Catalogue of publications
(see below) in addition to new editions, amendments
and corrigenda. Information on the subjects under
consideration and work in progress undertaken by the
technical committee which has prepared this
publication, as well as the list of publications issued,
is also available from the following:

‘ e IEC Web Site (www.iec.ch)
. Catalogue des publications de la CEI /.

Catalogue of IEC publications
®The on-line catalogue on the IEC web site

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEl

(www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des
recherches en utilisant de nombreux critéres,
comprenant des recherches textuelles, par comité
d’études ou date de publication. Des informations
en ligne sont également disponibles sur les
nouvelles publications, les publications rempla-
cées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

e |EC Just Published

Ce résumé des dernieres publications parues
(www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par
courrier électronique. Veuillez prendre contact
avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus
d’informations.

. Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette
publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22919 02 11

Fax: +4122919 03 00

ww.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search
a variety of criteria including text searches,
echnical committees and date of publication. On-

lin formation is also available on recently
i blications, withdrawn and replaced
i

u
p @ws, as well as corrigenda.
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is also available by email.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

)‘ CARTES IMPRIMEES ET CARTES IMPRIMEES EQUIPEES -
6 . CONCEPTION ET UTILISATION -

(Qartie 5-1: Considérations sur les liaisons pistes-soudures —

O/ Prescriptions génériques
@,
Q

Q AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Ele technique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comite ctrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de
favoriser la coopération \ipt€rpationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I‘électroni@ﬁ cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée agdegfComités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Lesforganisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (I WIon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de'la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international su sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d es.

3) Les documents produits se présentent so forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques®r techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

fagon transparente, dans toute la mesure possible Normes internationales de la CEIl dans leurs normes

4) Dans le but d'encourager l'unification internation@gomités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
Jles
nationales et régionales. Toute divergence entre r?r?ne de la CEIl et la norme nationale ou régionale

correspondante doit étre indiquée en termes clairs da

derniére.
5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marqua mme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme ne de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits an es. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriét ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61188-5-1 a été établie peQ omité d'études 91 de la CEl:
Techniques d'assemblage des composants électroniques.

FDIS Rapport de vote
91/292/FDIS 91/318/RVD

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

o8

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informatio@r le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A et B sont données uniquement a titre d'information. L

§
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

. DESIGN AND USE -

)S PRINTED BOARDS AND PRINTED BOARD ASSEMBLIES -

1)

2)

3)

4)

5)

6)

(Q
Part 5-1: Attachment (land/joint) considerations —
Generic requirements

O FOREWORD

The IEC (International”Elg€trotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotec ommittees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international cooperation questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition t r activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committeg§’; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory @ork. |nternational, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in thi?eparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in a nce with conditions determined by agreement between the two
organizations.

The formal decisions or agreements e IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on r nt subjects since each technical committee has representation from
all interested National Committees.

The documents produced have the form of’r
of standards, technical specifications, techni
Committees in that sense.

endations for international use and are published in the form
eports or guides and they are accepted by the National

In order to promote international unification, IE tional Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent iBle in their national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the corr? ing national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter. @

The IEC provides no marking procedure to indicate its a al and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its stand .

Attention is drawn to the possibility that some of the elements o International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for iden ny or all such patent rights.

International Standard IEC 61188-5-1 has been preparQ IEC technical committee 91:
Electronics assembly technology.

The text of this standard is based on the following documents:

.

FDIS Report on voting
91/292/FDIS 91/318/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be four@ the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3,

Annexes A and B are for information only. L

§
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La CEI 61188-5 comporte les parties suivantes sous le titre général Cartes imprimées et cartes
imprimées équipées — Conception et utilisation — Partie 5: Considérations sur les liaisons

Z?soudures:
I 88-5-1, Prescriptions génériques

CEl )88-5-2, Composants discrets

CEI 61 5-3, Composants a pattes bilatérales en aile de mouette

CEI 61188 omposants a pattes «J» bilatérales

CEI 60188- omposants a pattes quadrilatérales en aile de mouette
CEIl 61188-5-6, posants a pattes «J» quadrilatérales

CEI 61188-5-7, éposants (DIP) a broches bilatérales

Le comité a décidé contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004. A cette
date, la publication se ®

« reconduite;
* supprimée; 9(
« remplacée par une éditioh r

99‘%’ ou
« amendée. 0
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IEC 61188-5 consists of the following parts, under the general title Printed boards and printed
board assemblies — Design and use — Part 5: Attachment (land/joint) considerations:

IE 188-5-1, Generic requirements

IE 8§-5-2, Discrete components

IEC -5-3, Components with gull-wing leads, on two sides

IEC 6@

IEC 61 188@(Components with gull-wing leads, on four sides

-5-4, Components with J leads, on two sides

IEC 61188-5 omponents with J leads, on four sides
IEC 61 188-5-7,%)0nent5 with post (DIP) leads, on two sides

The committee @ided that the contents of this publication will remain unchanged

until 2004. At this d

« reconfirmed;

e publication will be

« withdrawn; E?
« replaced by a revised e M or
- amended. {p
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CARTES IMPRIMEES ET CARTES IMPRIMEES EQUIPEES —
CONCEPTION ET UTILISATION —

)\ Partie 5-1: Considérations sur les liaisons pistes-soudures —
6/ Prescriptions génériques

1 Domain%pplication et objet

La présente parti
report utilisées po

la CEl 61188 donne des informations sur les géométries des zones de
fixation en surface des composants électroniques. Son intention est
d'indiquer la taille, | e et la tolérance appropriées des zones de report de montage en
surface afin de gara ne surface suffisante pour le filet de soudure et de permettre
également les mspectlo 5essals et les reprises de ces soudures.

2 Références normatlv

Les documents de référence m/ants sont indispensables pour I'application du présent

document. Pour les références daté seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la derniere édition du do ent de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60097, Systemes de grille pour CII’CUI s rimés

CEIl 60194, Conception, fabrication et as@age des cartes imprimées — Termes et
définitions (disponible en anglais seulement) ®

CEIl 61188-1-1, Cartes imprimées et cartes mprm‘%equees — Conception et utilisation —
Partie 1-1: Prescriptions génériques — Considérat ons concernant la planéité d’ensembles
électroniques

CEI 61191-1, Ensembles de cartes imprimées — Partie 1: @ ication générique — Exigences
relatives aux ensembles électriques et électroniques br utlllsant les techniques de
montage en surface et associées

/s

CEl 61191-2, Ensembles de cartes imprimées — Partie 2: S ication intermédiaire —
Exigences relatives a lI'assemblage par brasage pour montage en su

CEIl 61192-1, Assemblages électroniques brasés — Partie 1: Exigencesves a la qualité
d’exécution — Généralités 1)

CEl 61192-2, Assemblages électroniques brasés — Partie 2: Exigences rela?ﬁé la qualité
d’exécution — Montage en surface 1)

CEI 61760-1, Technique du montage en surface — Partie 1: Méthode de normalisQ our la
spécification des composants montés en surface (CMS)

CEIl 62326 (toutes les parties), Cartes imprimées 0

1) A publier.
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PRINTED BOARDS AND PRINTED BOARD ASSEMBLIES -
DESIGN AND USE -

Generic requirements

)\S Part 5-1: Attachment (land/joint) considerations —
.
"/,

1 Scope %bject

This part of IEC €1 8 provides information on land pattern geometries used for the surface
attachment of ele components. The intent of the information presented herein is to
provide the appropri ize, shape and tolerance of surface-mount land patterns to insure

sufficient area for the priate solder fillet, and also to allow for inspection, testing, and
rework of those solder j

2 Normative reference

dated references, only the edition applies. For undated references, the latest edition of

The following referenced docum@ ;re indispensable for the application of this document. For
the referenced document (including any asendments) applies.

IEC 60097, Grid systems for printed circuy(\

O

IEC 60194, Printed board design, manufacture assembly — Terms and definitions

IEC 61188-1-1, Printed boards and printed boa@ semblies — Design and use — Part 1-1:
Generic requirements — Flatness considerations for@ronic assemblies

soldered electrical and electronic assemblies usin e mount and related assembly

IEC 61191-1, Printed board assemblies — Part 1: Gep€hic specification — Requirements for
technologies

IEC 61191-2, Printed board assemblies — Part 2: SectionaI; ification — Requirements for
surface mount soldered assemblies /‘

IEC 61192-1, Soldered electronic assemblies — Part 1: Workmansh@%irements — General 1)

IEC 61192-2, Soldered electronic assemblies — Part 2: Workmanship g j ents — Surface
mounted assemblies 1) @9‘7]

IEC 61760-1, Surface mounting technology — Part 1: Standard method for @cificaﬁon of
surface mounting components (SMDs)

IEC 62326 (all parts), Printed boards @:

1) To be published.





